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1. 一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，该无线网络接入设备与标准

microSD 卡具有相同的尺寸和规格，且该无线网络接入设备内置天线，并且该无线网络接

入设备元器件包括贴片元件和芯片，所述元器件类型包括表面贴装器件和倒装焊器件 ；所

述封装方法包括：步骤 a，设计 PCB 基板中各元器件的布局，将所述天线所处位置设计成在

该 PCB 基板的焊点布线面，并在距离触点面金手指位置的远端；且在该天线周边预留净空；

并将所述倒装焊器件摆放在 PCB 基板中央位置，将所述表面贴装器件摆放在倒装焊器件周

围；步骤 b，将所述贴片元件逐一贴装在该 PCB 基板的焊点布线面上，然后过回流焊使之固

化；步骤 c，将所述芯片逐一贴装在该 PCB 基板焊点布线面上，然后将该芯片上的焊盘与该

PCB基板上的信号线焊接起来；步骤 d，对该贴装、焊接完成后的 PCB基板进行注塑封装；步

骤 e，对塑封完成后的该 PCB基板进行切割，从而可得到与标准 microSD卡尺寸规格相同的

无线网络接入设备。

2.根据权利要求1所述的一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，所述PCB基

板包括触点面、树脂层、焊点布线层和过孔。

3.根据权利要求1所述的一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，所述PCB基

板厚度在 0.16mm到 0.20mm之间。

4.根据权利要求1所述的一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，所述PCB基

板为双面 PCB基板或多层 PCB基板。

5. 根据权利要求 1 所述的一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，在所述步

骤 d中，对 PCB基板进行塑封所采用的塑封模具腔体的尺寸和外形与标准 microSD卡相同，

且每个塑封模具上包含的腔体数目由塑封设备的有效载荷数目决定。

6.根据权利要求 5所述的一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，所述步骤 d

还包括：步骤 f，用所述塑封模具将所要塑封的所有元器件完全包封起来；步骤 g，注入塑封

材料，并将该塑封材料填充满各元器件与塑封模具之间的所留空间，然后再加热使之固化。

7. 根据权利要求 6 所述的一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，在所述步

骤 g 中，将塑封材料中加注填加剂，以便获得客户指定颜色的 microSD 型无线网络接入设

备。

8. 根据权利要求 6 所述的一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，所述塑封

材料为细微颗粒状的树脂粉末。

9. 根据权利要求 1 所述的一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，在所述步

骤 e中，采用冲切方式对所述 PCB基板进行切割。

10.根据权利要求 1所述的一种无线网络接入设备的封装方法，其特征在于，在所述步

骤 e中，采用激光切割方式对所述 PCB基板进行切割。
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一种 microSD 型无线网络接入设备的封装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及无线网络接入设备，尤其涉及无线网络接入设备的封装技术。

背景技术

[0002] 无线局域网 (WLAN) 近两年发展迅速，由于 IEEE802.11 标准成功解决了空中接口

兼容性问题，促进了无线局域网终端和接入点的互通，因此无线局域网设备成本下降很快。

随着无线局域网接入技术的快速发展，无线网络接入设备逐渐趋于小型化。

[0003] 目前，较为常见的无线网络接入设备，其采用 USB 数据接口协议与终端设备进行

通信，此种无线网络接入设备作为配件设备配合主机控制器为终端设备提供无线网络接入

功能。另外一种较为少见的微型无线网络接入设备，其采用 SDIO 接口协议与终端进行通

信，此种无线网络接入设备作为配件设备插入终端设备的外设扩展连接器上，配合主机控

制器为终端设备提供无线网络接入功能。

[0004] 以上两种无线网络接入设备，通常采用普通 PCB 基板设计及封装技术，以超声波

压焊工艺实现外壳体的包装。然而，受到此种封装工艺限制，封装后的这两类产品体积非常

大，因此作为配件设备插入到终端设备的外设扩展连接器后，该无线网络接入设备不能被

完全包含于终端设备中，造成了使用的不便。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种能解决以上问题的 microSD型无线网络接入设备的封装方法。

[0006] 在第一方面，本发明提供了一种无线网络接入设备的封装方法，该无线网络接入

设备与标准 microSD 卡具有相同的尺寸和规格，且该无线网络接入设备内置天线，并且该

无线网络接入设备元器件包括贴片元件和芯片，该元器件类型包括表面贴装器件和倒装焊

器件。

[0007] 该无线网络接入设备的封装方法包括：

[0008] 首先，设计 PCB基板中各元器件的布局，将该天线所处位置设计成在该 PCB基板的

焊点布线面，并在距离触点面金手指位置的远端；且在该天线周边预留净空；并将倒装焊

器件摆放在 PCB基板中央位置，将表面贴装器件摆放在倒装焊器件周围。然后，将贴片元件

逐一贴装在该 PCB基板的焊点布线面上，再过回流焊使之固化。接着，将芯片逐一贴装在该

PCB基板焊点布线面上，再将该芯片上的焊盘与该 PCB基板上的信号线焊接起来。再接着，

对该贴装、焊接完成后的 PCB基板进行注塑封装。最后，对塑封完成后的该 PCB基板进行切

割，从而可得到与标准 microSD卡尺寸规格相同的无线网络接入设备。

[0009] 进一步地，该 PCB基板包括触点面、树脂层、焊点布线层和过孔。

[0010] 进一步地，该无线网络接入设备的封装方法还包括：

[0011] 用塑封模具将所要塑封的所有元器件完全包封起来；然后注入塑封材料，并将该

塑封材料填充满各元器件与塑封模具之间的所留空间，再加热使之固化。

[0012] 进一步地，采用冲切方式或者激光方式对该 PCB基板进行切割。
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[0013] 本发明针对 microSD 型无线网络接入设备具有芯片多、元器件密度高，且设备体

积微小、厚度极薄等特点，采用了半导体封装技术，并设计出独特的 PCB 基板布局方式，使

microSD型无线网络接入设备得到了最小化封装，从而使该设备能够被完全包含在终端中，

避免了终端设备使用无线网络接入扩展功能时，因外观改变而造成使用不便甚至被意外损

坏。

具体实施方式

[0014] 实施例 1：

[0015] 一种能解决以上问题的 microSD型无线网络接入设备的封装方法。

[0016] 在第一方面，本发明提供了一种无线网络接入设备的封装方法，该无线网络接入

设备与标准 microSD 卡具有相同的尺寸和规格，且该无线网络接入设备内置天线，并且该

无线网络接入设备元器件包括贴片元件和芯片，该元器件类型包括表面贴装器件和倒装焊

器件。

[0017] 该无线网络接入设备的封装方法包括：

[0018] 首先，设计 PCB基板中各元器件的布局，将该天线所处位置设计成在该 PCB基板的

焊点布线面，并在距离触点面金手指位置的远端；且在该天线周边预留净空；并将倒装焊

器件摆放在 PCB基板中央位置，将表面贴装器件摆放在倒装焊器件周围。然后，将贴片元件

逐一贴装在该 PCB基板的焊点布线面上，再过回流焊使之固化。接着，将芯片逐一贴装在该

PCB基板焊点布线面上，再将该芯片上的焊盘与该 PCB基板上的信号线焊接起来。再接着，

对该贴装、焊接完成后的 PCB基板进行注塑封装。最后，对塑封完成后的该 PCB基板进行切

割，从而可得到与标准 microSD卡尺寸规格相同的无线网络接入设备。

[0019] 进一步地，该 PCB基板包括触点面、树脂层、焊点布线层和过孔。

[0020] 进一步地，该无线网络接入设备的封装方法还包括：

[0021] 用塑封模具将所要塑封的所有元器件完全包封起来；然后注入塑封材料，并将该

塑封材料填充满各元器件与塑封模具之间的所留空间，再加热使之固化。

[0022] 进一步地，采用冲切方式或者激光方式对该 PCB基板进行切割。

[0023] 本发明针对 microSD 型无线网络接入设备具有芯片多、元器件密度高，且设备体

积微小、厚度极薄等特点，采用了半导体封装技术，并设计出独特的 PCB 基板布局方式，使

microSD型无线网络接入设备得到了最小化封装，从而使该设备能够被完全包含在终端中，

避免了终端设备使用无线网络接入扩展功能时，因外观改变而造成使用不便甚至被意外损

坏。

[0024] 显而易见，在不偏离本发明的真实精神和范围的前提下，在此描述的本发明可以

有许多变化。因此，所有对于本领域技术人员来说显而易见的改变，都应包括在本权利要求

书所涵盖的范围之内。本发明所要求保护的范围仅由所述的权利要求书进行限定。
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